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FIG.1

(57) Abstract: An electronic module (2) and the manufacturing method thereof, the electronic module comprising a substrate (20) on
which one or more electrically conductive tracks (21) are arranged, at least one integrated circuit (22) comprising several bond pads
(22p), characterised in that it comprises: - at least one intermediate bond pad (25) located on at least one face of the substrate (20), -
the intermediate bond pad (25) is connected at least - at a first point, to the electrically conductive tracks (21) or to a connection well
at the substrate (20), by means of a first bonding wire (241), and - at a second point, to at least one pad of the integrated circuit (22),
by means of a second bonding wire (242).

(57) Abrégé : Module électronique (2) et son procédé de fabrication, le module électronique comportant un substrat (20) sur lequel
sont disposées une ou plusieurs pistes électriquement conductrices (21), au moins un circuit intégré (22) comprenant plusieurs plots de
connexion (22p), caractérisé en ce qu'il comporte: - Au moins un plot intermédiaire de connexion (25) situé sur au moins une face dudit
substrat (20), - Ledit plot intermédiaire de connexion (25) est connecté au moins - En un premier point, auxdites pistes électriquement
conductrices (21) ou & un puits de liaison au niveau du substrat (20), au moyen d'un premier fil de connexion (241), et - Enun deuxi¢me
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point, & au moins un plot du circuit intégré (22), au moyen d'un deuxi¢me fil de connexion (242).



